（S7AR）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	1
	
	20181124
	标记 

	2
	刚挠板添加点胶
	20210707
	/

	预审部分1.1）、1.2）点
	板厚小于0.8mm时表面工艺要求
	20220803
	803客户要求巢译元2022-07-26310115军品顾客质量要求评审表

	CAM部分第1点；MI部分第1点
	增加低阻测试
	20230325
	客诉

	CAM部分第2点；MI部分第1点
	增加内层线路补偿；修改线电阻测试流程
	20230331
	客诉


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
预审部分
1、 表面处理：

1） 印制电路板需焊接的区域（默认除插接用的金手指区域以外）不允许采用镀金、镀镍金、化镍金、化镍钯金等带金的表面工艺处理。

2） 印制板板厚小于0.8mm且经S7AR(803所)电装中心印制板工艺王梦龙确认后方可采用镀/化（镍）金等带金的工艺生产。
2、 标记：
制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。
CAM部分

1、≥1层板，需做线电阻测试，提供互联电阻图纸;
2、内层线路补偿按下表：

	内层线路基铜
	0.5/0.5oz
	1/1oz
	2/2oz
	0.5/1oz
	0.5/2oz
	1/2oz

	补偿值
	0.8mil
	1.0mil
	1.8mil
	0.8/1.0mil
	0.5/1.8mil
	0.9/1.8mil


MI部分

1、外形前电子测试中增加低阻测试流程，类型选择：线电阻测试，并备注互联电阻测试图纸
FPC部分：
1. 刚挠板订单默认在刚挠结合处加点胶。
